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	半導体製造 プロセス体験実習
	日程
	2026/08/28（金）
	半日で終わる実習体験
	【申込はコチラ→】 申込締切8/21(金)
	時間

	13:00 ～ 17:00
	料金


	無料
	参加条件を満たす方・学生：
	場所

	一般：10,000円（税込）
	定員

	6名
	講座 概要

	半導体の製造工程の内、前工程（ウエハープロセス）の一部を、研究開発用設備を用いて 自分の手で体験できる実習です。
	講座 内容

	半導体製造プロセスと設備の概要説明 金属配線層のパターンニング実習
	参加 条件





